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(57)【要約】
【課題】本発明は、ＥＬ素子の光学特性を損なうことな
く、防湿性に優れた有機ＥＬディスプレイ及びその有機
ＥＬディスプレイの製造方法を提供する。
【解決手段】本発明に係る有機ＥＬディスプレイの製造
方法は、基板１上に設けられたパターン状の第一電極４
と、第一電極４の端部を被覆する隔壁５と、第一電極４
上であって隔壁５で区画された領域に設けられた有機発
光媒体層６と、有機発光媒体層６を挟んで第一電極４に
対向する第二電極７と、を備えた有機ＥＬ素子基板に封
止基板１０を第二電極７側から貼り合わせてなる有機Ｅ
Ｌディスプレイの製造方法において、封止基板１０の一
方の面には、少なくとも無機充填剤１２とシール剤１１
とが設けられており、無機充填剤１２及びシール剤１１
を有機ＥＬ素子基板と封止基板１０とで挟むように、有
機ＥＬ素子基板と封止基板１０とを不活性ガス雰囲気下
で貼り合わせることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に設けられたパターン状の第一電極と、前記第一電極の端部を被覆する隔壁と、
前記第一電極上であって前記隔壁で区画された領域に設けられた有機発光媒体層と、前記
有機発光媒体層を挟んで前記第一電極に対向する第二電極と、を備えた有機ＥＬ素子基板
に封止基板を前記第二電極側から貼り合わせてなる有機ＥＬディスプレイの製造方法にお
いて、
　前記封止基板の一方の面には、少なくとも無機充填剤とシール剤とが設けられており、
　前記無機充填剤及び前記シール剤を前記有機ＥＬ素子基板と前記封止基板とで挟むよう
に、前記有機ＥＬ素子基板と前記封止基板とを不活性ガス雰囲気下で貼り合わせることを
特徴とする有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項２】
　前記無機充填剤は、少なくともポリシラザン組成物を含む材料からなることを特徴とす
る請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項３】
　前記無機充填剤は、前記ポリシラザン組成物と、前記ポリシラザン組成物を溶解する溶
媒とを含有する溶液を不活性ガス雰囲気下で前記封止基板上にコーティングし、前記コー
ティングされた前記溶液をベーキング処理してなることを特徴とする請求項２に記載の有
機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項４】
　前記シール剤は、前記有機ＥＬ素子基板と前記封止基板とを対向配置した際に、有機Ｅ
Ｌ発光領域の周囲を取り囲むように前記封止基板上に形成されてなることを特徴とする請
求項１から請求項３のいずれか一項に記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項５】
　前記無機充填剤は、少なくとも前記シール剤の内側領域に形成されてなることを特徴と
する請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項６】
　前記封止基板は、少なくとも平板状であることを特徴とする請求項１から請求項５のい
ずれか一項に記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項７】
　前記有機ＥＬ素子基板と前記封止基板とを前記不活性ガス雰囲気下で貼り合わせる前に
、前記第二電極上に保護膜を形成することを特徴とする請求項１から請求項６のいずれか
一項に記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれか一項に記載の有機ＥＬディスプレイの製造方法を用い
て製造されたことを特徴とする有機ＥＬディスプレイ。
【請求項９】
　基板上に形成されたパターン状の第一電極と、
　前記第一電極の端部を被覆するように形成された隔壁と、
　前記第一電極上であって前記隔壁で区画された領域に形成された有機発光媒体層と、
　前記有機発光媒体層を挟むように前記第一電極に対向して形成された第二電極と、
　前記第二電極及び前記隔壁を覆うように形成された無機充填剤と、
　前記無機充填剤の外側領域に形成されたシール剤と、
　前記シール剤上及び前記無機充填剤上に形成された封止材と、を備えたことを特徴とす
る有機ＥＬディスプレイ。
【請求項１０】
　前記第二電極と前記無機充填剤との間に、保護膜を備えたことを特徴とする請求項９に
記載の有機ＥＬディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、有機ＥＬディスプレイの製造方法及び有機ＥＬディスプレイに関する。特に
、防湿性を向上させた有機ＥＬディスプレイの製造方法及び有機ＥＬディスプレイに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、無機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）装置や有機ＥＬ装置な
どのＥＬ装置は、自己発光を行い、高輝度の画面を得ることができるため、例えば薄型、
軽量の携帯機器等のディスプレイや照明装置として広く実用化が進められている。このＥ
Ｌ装置は、基板上に、少なくとも一方が透明電極からなる一対の電極層とそれらの間に挟
まれた発光層とを有するＥＬ素子が形成された構造を有している。このようなＥＬ装置に
おいては、水分の浸入によってＥＬ素子の発光層や電極層がダメージを受け、画質の劣化
や寿命の短縮化を招くおそれがある。このため、外部からの水分の浸入を防ぐ目的でＥＬ
素子の表面を保護膜で覆うことが提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、ＥＬ素子の表面にポリシラザンを塗布してシリカ膜あるいは
シリカ系膜を形成し、これを保護膜とする技術が開示されている。また、特許文献２には
、第１の電極層と発光層と第２の電極層とを有するＥＬ素子が形成されたＥＬ装置におい
て、ＥＬ素子を覆うようにＥＬ素子の表面上に乾式法により形成された第１の保護膜と、
第１の保護膜の表面上に湿式法により形成され且つ第１の保護膜の未付着部分を穴埋めす
るための第２の保護膜とを備えたＥＬ装置が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－２２２６９１号公報
【特許文献２】特開２００５－０５６５８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１のように、ＥＬ素子の表面に直接ポリシラザンを塗布してシ
リカ膜等を形成しようとすると、塗布されたポリシラザンの溶媒により、ＥＬ素子の電極
層や発光層にダメージを与えるおそれがある。特許文献２では、ＥＬ素子の表面上に乾式
法により保護膜を形成し、ポリシラザン含有組成物の硬化物からなる硬化物層を湿式法で
形成しているが、保護膜の防湿性が優れていないとポリシラザンの溶媒が保護膜層を浸透
し、同じくＥＬ素子の電極層や発光層にダメージを与えるおそれがある。また、ポリシラ
ザンの溶媒を除去するためにベーキング処理を行うが、ベーキング時の熱によりＥＬ素子
の光学特性を損なうおそれがある。
【０００６】
　本発明はこのような従来の問題点を解消するためになされたもので、簡単な構造であり
ながらＥＬ素子にダメージを与えることなく、水分の浸入による劣化を防止することがで
きる有機ＥＬディスプレイを提供する目的とする。また、本発明は、このような有機ＥＬ
ディスプレイを得ることができる有機ＥＬディスプレイの製造方法を提供することも目的
としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様は、基板上に設けられたパターン状の第一電極と、前記第一電極の端部
を被覆する隔壁と、前記第一電極上であって前記隔壁で区画された領域に設けられた有機
発光媒体層と、前記有機発光媒体層を挟んで前記第一電極に対向する第二電極と、を備え
た有機ＥＬ素子基板に封止基板を前記第二電極側から貼り合わせてなる有機ＥＬディスプ
レイの製造方法において、前記封止基板の一方の面には、少なくとも無機充填剤とシール
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剤とが設けられており、前記無機充填剤及び前記シール剤を前記有機ＥＬ素子基板と前記
封止基板とで挟むように、前記有機ＥＬ素子基板と前記封止基板とを不活性ガス雰囲気下
で貼り合わせることを特徴とする有機ＥＬディスプレイの製造方法である。
【０００８】
　また、上記の有機ＥＬディスプレイの製造方法において、前記無機充填剤は、少なくと
もポリシラザン組成物を含む材料からなることとしてもよい。
　また、上記の有機ＥＬディスプレイの製造方法において、前記無機充填剤は、前記ポリ
シラザン組成物と、前記ポリシラザン組成物を溶解する溶媒とを含有する溶液を不活性ガ
ス雰囲気下で前記封止基板上にコーティングし、前記コーティングされた前記溶液をベー
キング処理してなることとしてもよい。
【０００９】
　また、上記の有機ＥＬディスプレイの製造方法において、前記シール剤は、前記有機Ｅ
Ｌ素子基板と前記封止基板とを対向配置した際に、有機ＥＬ発光領域の周囲を取り囲むよ
うに前記封止基板上に形成されてなることとしてもよい。
　また、上記の有機ＥＬディスプレイの製造方法において、前記無機充填剤は、少なくと
も前記シール剤の内側領域に形成されてなることとしてもよい。
【００１０】
　また、上記の有機ＥＬディスプレイの製造方法において、前記封止基板は、少なくとも
平板状であることとしてもよい。
　また、上記の有機ＥＬディスプレイの製造方法において、前記有機ＥＬ素子基板と前記
封止基板とを前記不活性ガス雰囲気下で貼り合わせる前に、前記第二電極上に保護膜を形
成することとしてもよい。
【００１１】
　本発明の別の態様は、上述の有機ＥＬディスプレイの製造方法を用いて製造されたこと
を特徴とする有機ＥＬディスプレイである。
　本発明のさらに別の態様は、基板上に形成されたパターン状の第一電極と、前記第一電
極の端部を被覆するように形成された隔壁と、前記第一電極上であって前記隔壁で区画さ
れた領域に形成された有機発光媒体層と、前記有機発光媒体層を挟むように前記第一電極
に対向して形成された第二電極と、前記第二電極及び前記隔壁を覆うように形成された無
機充填剤と、前記無機充填剤の外側領域に形成されたシール剤と、前記シール剤上及び前
記無機充填剤上に形成された封止材と、を備えたことを特徴とする有機ＥＬディスプレイ
である。
　また、上記の有機ＥＬディスプレイにおいて、前記第二電極と前記無機充填剤との間に
、保護膜を備えたこととしてもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、有機ＥＬ素子の光学特性を損なうことなく、防湿性に優れた有機ＥＬ
ディスプレイ及びその製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態に係る有機ＥＬディスプレイを示す断面図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る有機ＥＬディスプレイを示す断面図である。
【図３】有機ＥＬ素子基板と封止基板とを貼り合わせる様子を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明に係る実施形態について図面を参照して説明する。なお、以下の実施形態
の説明において参照する図面は、本発明の構成を説明するためのものであり、図示される
各部の大きさや厚さ、寸法等は、実際のものとは異なる。また、本発明はこれらに限定さ
れるものではない。
　本実施形態に係る有機ＥＬディスプレイ及びその製造方法を、図１から図３を参照して



(5) JP 2014-67599 A 2014.4.17

10

20

30

40

50

説明する。
【００１５】
　図１は、本発明の一実施形態に係る有機ＥＬディスプレイの断面図である。この実施形
態に係る有機ＥＬディスプレイは、基板１、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）２、平坦化膜層
３、第一電極４、隔壁５、有機発光媒体層６、第二電極７、封止基板１０、シール剤１１
、及び無機充填剤１２を含む有機ＥＬディスプレイである。より詳しくは、この実施形態
に係る有機ＥＬディスプレイは、基板１上に形成されたパターン状の第一電極４と、第一
電極４の端部を被覆するように形成された隔壁５と、第一電極４上であって隔壁５で区画
された領域に形成された有機発光媒体層６と、有機発光媒体層６を挟むように第一電極４
に対向して形成された第二電極７と、第二電極７及び隔壁５を覆うように形成された無機
充填剤１２と、無機充填剤１２の外側領域に形成されたシール剤１１と、シール剤１１上
及び無機充填剤１２上に形成された封止材１０と、を備えた有機ＥＬディスプレイである
。
【００１６】
　図２は、本発明の別の実施形態に係る有機ＥＬディスプレイの断面図である。この実施
形態に係る有機ＥＬディスプレイは、図１で示す基材の他に保護膜１３をさらに備えた有
機ＥＬディスプレイである。より詳しくは、この実施形態に係る有機ＥＬディスプレイは
、第二電極７と無機充填剤１２との間に、保護膜１３を備えた有機ＥＬディスプレイであ
る。
【００１７】
　以下、本実施形態に係る有機ＥＬディスプレイを構成する各部の材料について説明する
。
（１）基板１
　本実施形態に係る基板１の材料には、例えば、ガラスや石英、ポリプロピレン、ポリエ
ーテルサルフォン、ポリカーボネート、シクロオレフィンポリマー、ポリアリレート、ポ
リアミド、ポリメチルメタクリレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフ
タレート等のプラスチックフィルムやシート、または、これらプラスチックフィルムやシ
ートに酸化珪素、酸化アルミニウム等の金属酸化物や、弗化アルミニウム、弗化マグネシ
ウム等の金属弗化物、窒化珪素、窒化アルミニウムなどの金属窒化物、酸窒化珪素などの
金属酸窒化物、アクリル樹脂やエポキシ樹脂、シリコーン樹脂、ポリエステル樹脂などの
高分子樹脂膜を単層もしくは積層させた透光性基材や、アルミニウムやステンレスなどの
金属箔、シート、板や、前記プラスチックフィルムやシートにアルミニウム、銅、ニッケ
ル、ステンレスなどの金属膜を積層させた非透光性基材などを用いることができる。
【００１８】
　なお、本実施形態に係る基板１の材料は、これらの材料に限定されるものではない。ま
た、基材１の透光性については、光取出しをどちらの面から行うかに応じて選択すればよ
い。上述の材料からなる基板１には、有機ＥＬ素子内への水分の侵入を避けるために、無
機膜を形成したり、フッ素樹脂を塗布したりして、防湿処理や疎水性処理を施してあるこ
とが好ましい。特に、後述する有機発光媒体層６への水分の侵入を避けるために、基板１
における含水率およびガス透過係数を小さくすることが好ましい。
【００１９】
（２）薄膜トランジスタ２（ＴＦＴ）
　また、基板１として、必要に応じて、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）２を形成した駆動用
基板を用いてもよい。アクティブ駆動型有機ＥＬ素子とする場合には、ＴＦＴ２上には平
坦化膜層３が形成されており、平坦化膜層３上には有機ＥＬ素子の第一電極４が設けられ
ており、かつ、ＴＦＴ２と第一電極４とが平坦化膜層３に設けたコンタクトホールを介し
て電気接続されていることが好ましい。このように構成することで、ＴＦＴ２と、有機Ｅ
Ｌ素子との間で、優れた電気導電性を得ることができる。基板１上に設けられた薄膜トラ
ンジスタ２には、公知の薄膜トランジスタを用いることができる。具体的には、主として
、ソース／ドレイン領域及びチャネル領域が形成される活性層、ゲート絶縁膜及びゲート
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電極から構成される薄膜トランジスタが挙げられる。薄膜トランジスタ２の構造としては
、特に限定されるものではなく、例えば、スタガ型、逆スタガ型、トップゲート型、コプ
レーナ型等が挙げられる。
【００２０】
（３）平坦化膜層３
　次に、ＴＦＴ２上に平坦化膜層３を形成する。この平坦化膜層３の材料には、例えば、
ＳｉＯ２、スピンオンガラス、ＳｉＮ（Ｓｉ３Ｎ４）、ＴａＯ（Ｔａ２Ｏ５）等の無機材
料、ポリイミド樹脂、アクリル樹脂、フォトレジスト材料、ブラックマトリックス材料等
の有機材料等を用いることができる。平坦化膜層３の形成方法は、上述の材料に応じて、
例えば、スピンコーティング、ＣＶＤ、蒸着法等から選択して用いることができる。必要
に応じて、平坦化膜層３の材料に感光性樹脂を用い、フォトリソグラフィーの手法により
、あるいは一旦全面に平坦化膜層３を形成した後、下層の薄膜トランジスタ２に対応した
位置にドライエッチング、ウェットエッチング等でコンタクトホールを形成する。形成し
たコンタクトホールは、その後導電性材料で埋められる。こうすることで、平坦化膜層３
の上層に形成される第一電極４（画素電極）との導通を図ることができる。平坦化膜層３
の厚みは、下層のＴＦＴ２、コンデンサ、配線等を覆うことができればよい。よって、平
坦化膜層３の厚みは数μｍ、例えば３μｍ程度あればよい。
【００２１】
（４）第一電極４
　次に、平坦化膜層３上に第一電極４を形成する。この第一電極４は、平坦化膜層３上に
成膜され、必要に応じてパターニングを行うことで形成される。本実施形態では、第一電
極４は隔壁５によって区画され、各画素に対応した画素電極となっている。第一電極４の
材料としては、例えば、ＩＴＯ（インジウムスズ複合酸化物）やインジウム亜鉛複合酸化
物、亜鉛アルミニウム複合酸化物などの金属複合酸化物や、金、白金などの金属材料や、
これら金属酸化物や金属材料の微粒子をエポキシ樹脂やアクリル樹脂などに分散した微粒
子分散膜を、単層もしくは積層したものをいずれも使用することができる。第一電極４を
陽極とする場合には、ＩＴＯなど仕事関数の高い材料を選択することが好ましい。下方（
図１では基板１側）から光を取り出す、いわゆるボトムエミッション構造の場合は、第一
電極４の材料として、透光性のある材料を選択する必要がある。必要に応じて、第一電極
４の配線抵抗を低くするために、例えば銅やアルミニウムなどの金属材料を補助電極とし
て併設してもよい。第一電極４の形成方法としては、材料に応じて、例えば抵抗加熱蒸着
法、電子ビーム蒸着法、反応性蒸着法、イオンプレーティング法、スパッタリング法など
の乾式成膜法や、グラビア印刷法、スクリーン印刷法などの湿式成膜法などを用いること
ができる。第一電極４のパターニング方法としては、材料や成膜方法に応じて、例えばマ
スク蒸着法、フォトリソグラフィー法、ウェットエッチング法、ドライエッチング法など
の既存のパターニング法を用いることができる。なお、基板１としてＴＦＴ２を形成した
物を用いる場合は、下層の画素に対応して導通を図ることができるように第一電極４を形
成する。
【００２２】
（５）隔壁５
　次に、平坦化膜層３上に隔壁５を形成する。この隔壁５は、画素に対応した発光領域を
区画するように格子状に形成されている。ここで、隔壁５は、画素電極である第一電極４
の端部を覆うように形成されているのが好ましい。一般的にアクティブマトリクス駆動型
の表示装置は、各画素（サブピクセル）に対して画素電極が形成され、それぞれの画素が
できるだけ広い面積を占有しようとする。このため、画素電極の端部を覆うように形成さ
れる隔壁５の最も好ましい形状は、各画素電極を最短距離で区切る格子状を基本とする。
隔壁５の形成方法としては、従来と同様、第一電極４上に無機膜を一様に形成し、レジス
トでマスキングした後、ドライエッチングを行う方法や、第一電極４上に感光性樹脂を積
層し、フォトリソ法により所定のパターンとする方法が挙げられる。必要に応じて撥水剤
を添加したり、プラズマやＵＶを照射して形成後にインクに対する撥液性を隔壁５に付与
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することもできる。隔壁５の好ましい高さは、０．１μｍ～１０μｍの範囲内であり、よ
り好ましくは０．５μｍ～３μｍの範囲内である。
【００２３】
（６）有機発光媒体層６
　次に、第一電極４上に有機発光媒体層６を形成する。本実施形態では、有機発光媒体層
６を、発光物質を含む単層膜、あるいは多層膜で形成することができる。有機発光媒体層
６を多層膜で形成した場合の構成例としては、正孔輸送層、電子輸送性発光層または正孔
輸送性発光層、電子輸送層からなる２層構成や正孔輸送層、発光層、電子輸送層からなる
３層構成が挙げられる。また、必要に応じて正孔（電子）注入機能と正孔（電子）輸送機
能を分けたり、正孔（電子）の輸送をプロックする層などを挿入することにより、さらに
多層形成してもよい。なお、本実施形態中の有機発光層とは有機発光材料を含む層を指し
、電荷輸送層とは正孔輸送層等それ以外の発光効率を上げるために形成されている層を指
す。
【００２４】
　有機発光媒体層６に用いる正孔輸送材料の例としては、銅フタロシアニン、テトラ（ｔ
－ブチル）銅フタロシアニン等の金属フタロシアニン類及び無金属フタロシアニン類、キ
ナクリドン化合物、１，１－ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）シクロヘキサン
、Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－Ｎ，Ｎ’－ビス（３－メチルフェニル）－１，１’－ビフェニ
ル－４，４’－ジアミン、Ｎ，Ｎ’－ジ（１－ナフチル）－Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－１，
１’－ビフェニル－４，４’－ジアミン等の芳香族アミン系低分子正孔注入輸送材料や、
ポリアニリン、ポリチオフェン、ポリビニルカルバゾール、ポリ（３，４－エチレンジオ
キシチオフェン）とポリスチレンスルホン酸との混合物などの高分子正孔輸送材料、ポリ
チオフェンオリゴマー材料、Ｃｕ２Ｏ、Ｃｒ２Ｏ３、Ｍｎ２Ｏ３、ＦｅＯｘ（ｘ～０．１
）、ＮｉＯ、ＣｏＯ、Ｐｒ２Ｏ３、Ａｇ２Ｏ、ＭｏＯ２、Ｂｉ２Ｏ３、ＺｎＯ、ＴｉＯ２

、ＳｎＯ２、ＴｈＯ２、Ｖ２Ｏ５、Ｎｂ２Ｏ５、Ｔａ２Ｏ５、ＭｏＯ３、ＷＯ３、ＭｎＯ

２などの無機材料、その他既存の正孔輸送材料等が挙げられる。
【００２５】
　有機発光媒体層６の発光材料が高分子材料の場合には、発光層と正孔輸送層との間、ま
たは正孔輸送層と電子輸送層との間に、正孔の輸送性を高め、陰極からの電子をブロック
する機能を持つインターレイヤ層を形成することが好ましい。このインターレイヤ層に用
いる材料としては、例えば、ポリビニルカルバゾール若しくはその誘導体、側鎖若しくは
主鎖に芳香族アミンを有するポリアリーレン誘導体、アリールアミン誘導体、トリフェニ
ルジアミン誘導体などの、芳香族アミンを含むポリマーなどが挙げられる。インターレイ
ヤ層は、これらの材料を溶媒に溶解または分散させ、スピンコート法等を用いた各種塗布
方法や凸版印刷方法を用いて形成することができる。
【００２６】
　有機発光媒体層６の発光材料としては、例えば、９，１０－ジアリールアントラセン誘
導体、ピレン、コロネン、ペリレン、ルブレン、１，１，４，４－テトラフェニルブタジ
エン、トリス（８－キノリノラート）アルミニウム錯体、トリス（４－メチル－８－キノ
リノラート）アルミニウム錯体、ビス（８－キノリノラート）亜鉛錯体、トリス（４－メ
チル－５－トリフルオロメチル－８－キノリノラート）アルミニウム錯体、トリス（４－
メチル－５－シアノ－８－キノリノラート）アルミニウム錯体、ビス（２－メチル－５－
トリフルオロメチル－８－キノリノラート）［４－（４－シアノフェニル）フェノラート
］アルミニウム錯体、ビス（２－メチル－５－シアノ－８－キノリノラート）［４－（４
－シアノフェニル）フェノラート］アルミニウム錯体、トリス（８－キノリノラート）ス
カンジウム錯体、ビス〔８－（パラ－トシル）アミノキノリン〕亜鉛錯体及びカドミウム
錯体、１，２，３，４－テトラフェニルシクロペンタジエン、ペンタフェニルシクロペン
タジエン、ポリ－２，５－ジヘプチルオキシ－パラ－フェニレンビニレン、クマリン系蛍
光体、ペリレン系蛍光体、ピラン系蛍光体、アンスロン系蛍光体、ポルフィリン系蛍光体
、キナクリドン系蛍光体、Ｎ，Ｎ’－ジアルキル置換キナクリドン系蛍光体、ナフタルイ
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ミド系蛍光体、Ｎ，Ｎ’－ジアリール置換ピロロピロール系蛍光体等、Ｉｒ錯体等の燐光
性発光体などの低分子系発光材料や、ポリフルオレン、ポリパラフェニレンビニレン、ポ
リチオフェン、ポリスピロなどの高分子材料や、これら高分子材料に前記低分子材料の分
散または共重合した材料や、その他既存の蛍光発光材料や燐光発光材料を用いることがで
きる。
【００２７】
　有機発光媒体層６の電子輸送材料の例としては、２－（４－ビフェニルイル）－５－（
４－ｔ－ブチルフェニル）－１，３，４－オキサジアゾール、２，５－ビス（１－ナフチ
ル）－１，３，４－オキサジアゾール、オキサジアゾール誘導体やビス（１０－ヒドロキ
シベンゾ［ｈ］キノリノラート）ベリリウム錯体、トリアゾール化合物等を用いることが
できる。また、これらの電子輸送材料に、ナトリウムやバリウム、リチウムといった仕事
関数が低いアルカリ金属、アルカリ土類金属を少量ドープすることにより、電子注入層と
してもよい。
【００２８】
　有機発光媒体層６の厚さは、有機発光媒体層６を単層または積層により形成する場合に
おいても、１μｍ以下であり、好ましくは０．０２～０．２μｍ程度である。有機発光媒
体層６の形成方法としては、材料に応じて、例えば真空蒸着法や、スリットコート、スピ
ンコート、スプレーコート、ノズルコート、フレキソ、グラビア、マイクログラビア、凹
版オフセットなどのコーティング法や印刷法、インクジェット法などを用いることができ
る。
【００２９】
（７）第二電極７
　次に、有機発光媒体層６上に第二電極７を形成する。第二電極７を陰極とする場合には
、有機発光媒体層６への電子注入効率の高い、仕事関数の低い物質を第二電極７として用
いる。具体的には、Ｍｇ、Ａｌ、Ｙｂ等の金属単体を用いたり、発光媒体と接する界面に
Ｌｉや酸化Ｌｉ、ＬｉＦ等の化合物を１ｎｍ程度挟んで、安定性・導電性の高いＡｌやＣ
ｕを積層して用いてもよい。または、電子注入効率と安定性を両立させるため、仕事関数
が低いＬｉ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｌａ、Ｃｅ、Ｅｒ、Ｅｕ、Ｓｃ、Ｙ、Ｙｂ等の金属１種
以上と、安定なＡｇ、Ａｌ、Ｃｕ等の金属元素との合金系を用いてもよい。具体的には、
ＭｇＡｇ、ＡｌＬｉ、ＣｕＬｉ等の合金を使用できる。第二電極７側から光を取り出す、
いわゆるトップエミッション構造とする場合には、第二電極７に透光性のある材料を選択
する必要があり、第一電極４に用いたＩＴＯ等の金属複合酸化物を第二電極７として用い
ることができる。第二電極７としてＩＴＯを用いる場合には、第二電極７と有機発光媒体
層６との間にＬｉや酸化Ｌｉ、ＬｉＦ等の化合物を形成してもよい。第二電極７の形成方
法は、材料に応じて、例えば抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、反応性蒸着法、イオン
プレーティング法、スパッタリング法を用いることができる。第二電極７の厚さに特に制
限はないが、５０ｎｍ～１０００ｎｍ程度が望ましい。
　以上のようにして形成された、基板１上に設けられたパターン状の第一電極４と、第一
電極４の端部を被覆する隔壁５と、第一電極４上であって隔壁５で区画された領域に設け
られた有機発光媒体層６と、有機発光媒体層６を挟んで第一電極４に対向する第二電極７
とを備えた基板を、以降、有機ＥＬ素子基板２０と称する。
【００３０】
（８）封止基板１０
　封止基板１０としては、気密状態を維持し、所定の強度を有するものであれば特に限定
されるものではないが、好ましくは平板状である。透光性基材を用いることで封止基材１
０側から光を取り出す上面発光素子の封止構造としても使用可能である。封止基板１０の
材料としては、例えば、ガラスや石英、樹脂等を用いることができる。なお、ガラス平板
を用いることで、安価でしかも薄型の有機ＥＬディスプレイとすることができる。このよ
うなガラス材として、コストの面からアルカリガラスが好ましいが、この他、ソーダ石灰
ガラス、鉛アルカリガラス、ホウケイ酸ガラス、アルミノケイ酸ガラス、シリカガラス等
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のガラス組成のものも好ましい。封止基板１０としては、ガラス板以外にも、耐湿性フィ
ルムを用いることもできる。この耐湿性フィルムの例としては、プラスチック基材の両面
にＳｉＯｘをＣＶＤ法で形成したフィルムや、透過性の小さいフィルム、吸水性のあるフ
ィルムまたは吸水剤を塗布した重合体フィルムなどがある。なお、この耐湿性フィルムの
水蒸気透過率は、１０－６ｇ／ｍ２／ｄａｙ以下であることが好ましい。
【００３１】
（９）シール剤１１
　シール剤１１は、有機ＥＬ素子基板２０と封止基板１０とを対向配置した際に、有機Ｅ
Ｌ発光領域の周囲を取り囲む位置にあれば有機ＥＬ素子基板２０、封止基板１０のどちら
に形成しても構わないが、シール剤１１の内側に後述する無機充填剤１２を充填させるた
めには封止基板１０側の方が簡便なので好ましい。シール剤１１としては、有機光硬化型
接着剤や熱硬化型接着剤を適宜用いることができる。具体的には、例えばアクリル酸系オ
リゴマー、メタクリル酸系オリゴマーの反応性ビニル基を有する光硬化及び熱硬化型シー
ル剤、２－シアノアクリル酸エステルなどの湿気硬化型等の接着剤、エポキシ系などの熱
及び化学硬化型（二液混合）等の接着剤、カチオン硬化タイプの紫外線硬化型エポキシ樹
脂接着剤等を用いることができる。但し、無機充填剤１２の形成に溶媒を使用し、溶媒除
去のため基板１に熱をかける場合は熱硬化型接着剤を使用することができない。シール剤
１１の形成方法は、不活性ガス雰囲気下で行い、例えばスクリーン印刷、ディスペンス法
等を用いることができる。
【００３２】
（１０）無機充填剤１２
　無機充填剤１２には、少なくともポリシラザン組成物を含む材料を用いることができる
。ポリシラザン組成物とは、例えば、下記式：
　－（ＳｉＨ２ＮＨ）－
　で表される繰り返し単位を有するポリシラザンから形成された材料である。ポリシラザ
ンは、下記反応によって水と反応してシリカ（ＳｉＯ２）を生成する。この反応により、
ポリシラザン組成物は水分を吸収する能力を発揮する。
　－（ＳｉＨ２ＮＨ）－　＋　２Ｈ２Ｏ　→　ＳｉＯ２　＋　ＮＨ３

【００３３】
　なお、ポリシラザン組成物を構成するポリシラザンは、上記繰り返し単位を有するもの
に限られるものではなく、水分を吸収する機能を持つものであれば他の繰り返し単位を有
するものであっても構わない。例えば、－（ＳｉＨ２ＮＨ）－、－（ＳｉＲＨＮＨ）－、
－（ＳｉＲ２ＮＨ）－、及び－（ＳｉＢＮＨ）－（なお、式中のＲは、メチル基、エチル
基などの炭化水素を表す。）から選ばれる少なくとも１つの繰り返し単位を有するポリシ
ラザンであれば、同様な効果を発揮する。
【００３４】
　無機充填剤１２は、シール剤１１の内側領域に形成されている。この無機充填剤１２を
、シール剤１１を形成する前に封止基板１０に形成してもよいし、シール剤１１を形成し
た後に封止基板１０に形成してもよい。無機充填剤１２の形成は、不活性ガス雰囲気下で
行われ、ポリシラザン組成物と、ポリシラザン組成物を溶解する溶媒とを含有する溶液の
層を、例えばスクリーン印刷、スプレーコート、ノズルプリンティング、凸版印刷、ディ
スペンス等の方法を用いて形成する。次に、形成された溶液の層から溶媒を除去すること
により、無機充填剤１２を形成することができる。使用する溶媒としては、ポリシラザン
組成物と容易に反応してしまう様なアルコール系や水分を含有するものを用いることは好
ましくない。具体的には、例えば脂肪族炭化水素、脂環式炭化水素、芳香族炭化水素等の
炭化水素溶媒、ハロゲン化炭化水素溶媒、脂肪族エーテル、脂環式エーテル等のエーテル
類が使用することができる。無機充填剤１２の厚みは、０．１μｍ～１００μｍが望まし
く、より好ましくは１μｍ～５０μｍである。
【００３５】
　以上のようにして形成した有機ＥＬ素子基板２０と封止基板１０とを最後に貼り合わせ
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る。有機ＥＬ素子基板２０と封止基板１０との貼合わせは、貼合安定性、貼合部内への気
泡混入防止、可撓性封止基板の平面性保持等を考慮し、１０～１×１０－５Ｐａの減圧条
件で行うことが好ましい。
　また、有機ＥＬ素子基板２０と封止基板１０との貼合わせは、不活性ガス雰囲気下で行
われるのが好ましい。このようにすることで、貼合わせ後の無機充填剤１２は、ポリシラ
ザン組成物のままであり、水分を吸湿する能力を備えることができる。
【００３６】
　また、有機ＥＬ素子基板２０と封止基板１０とを貼合わせる際には、図３（ａ）、（ｂ
）に示すように、無機充填剤１２及びシール剤１１を有機ＥＬ素子基板２０と封止基板１
０とで挟むようにして貼り合わせる。ここで、図３（ａ）は、有機ＥＬ素子基板２０と封
止基板１０とを貼り合わせる前の様子を示す図である。また、図３（ｂ）は、有機ＥＬ素
子基板２０と封止基板１０とを貼り合わせた後の様子を示す図である。
【００３７】
（１１）保護膜１３
　第二電極７上には保護膜１３が形成されている（図２を参照）。換言すると、第二電極
７と無機充填剤１２との間には、保護膜１３が形成されている。この保護膜１３は、電気
絶縁性を有し、水分、酸素および低分子成分に対するバリア性を有する材料で形成される
。保護膜１３の材料には、例えば、酸化ケイ素、酸化アルミ、酸化マグネシウム、酸化亜
鉛、酸化錫、インジウム錫オキサイド（ＩＴＯ）及びチッ化ケイ素からなる群から選ばれ
る少なくとも１種以上の無機材料を使用できる。保護膜１３の形成方法としては、例えば
スパッタリング法、ＣＶＤ法、及び真空蒸着法などを用いることができる。ポリシラザン
組成物からなる無機充填剤１２の吸湿能力と、保護膜１３を組み合わせることで一層顕著
な防湿効果が得られる。また、保護膜１３は、ポリシラザン組成物が水分と反応してシリ
カ膜になる際に発生するＨ２やＮＨ３を防ぐことができる。保護膜１３の厚みは、膜の防
湿性によるため限定されるものではないが、０．２μｍ～１０μｍが望ましい。
　なお、この保護膜１３は、有機ＥＬ素子基板２０と封止基板１０とを不活性ガス雰囲気
下で貼り合わせる前に、第二電極７上に形成されるものである。
【００３８】
＜実施形態の効果＞
　以上のように、本実施形態に係る有機ＥＬディスプレイの製造方法であれば、封止基板
１０の一方の面に少なくともシール剤１１と無機充填剤１２とを形成している。そして、
この無機充填剤１２にはポリシラザン組成物を含む材料が使用されている。さらに、この
無機充填剤１２が形成された封止基板１０と有機ＥＬ素子基板２０との貼合わせを不活性
ガス雰囲気下で行うので、貼合わせ後の無機充填剤１２は、ポリシラザン組成物のままで
あり、水分を吸湿する能力を備えている。なお、この無機充填剤１２は、シール剤１１ま
たはシール剤１１／基板１界面を透過してきた水分と反応してシリカ膜になる。
【００３９】
　また、本実施形態に係る有機ＥＬディスプレイの製造方法であれば、ポリシラザン組成
物と、ポリシラザン組成物を溶解する溶媒とを含有する溶液のコーティングやベーキング
処理は封止基板１０側で行う。このため、有機ＥＬ素子基板２０が溶剤や熱による影響を
受けることなない。よって、光学特性を劣化させることはない。有機ＥＬ素子基板２０に
外部から水分が透過してくると、有機ＥＬ素子基板２０と封止基板１０はシリカ膜を介し
て密着することになるので非常に防湿性が高くなる。また、第二電極７上にさらに保護膜
１３を設けると、一層の防湿効果が得られるし、ポリシラザン組成物が水分と反応してシ
リカ膜になる際に発生するＨ２やＮＨ３を防ぐことができる。
【００４０】
　以下、本発明の実施例及び比較例について説明する。
（実施例１）
　本実施例では、基板１上に設けられた薄膜トランジスタ２と、画素電極（第一電極４）
とを備えた厚さ０．７ｍｍのアクティブマトリクス基板を用いた。このアクティブマトリ
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クス基板のサイズは、対角５インチであり、画素数は、３２０×２４０である。画素電極
の端部を被覆し画素を区画するような形状で隔壁５を形成した。隔壁５は、日本ゼオン社
製、商品名「ＺＷＤ６２１６－６」で表示されるポジレジストをスピンコータ法を用いて
アクティブマトリクス基板の全面に高さ（厚み）２μｍで形成した。その後、フォトリソ
グラフィ法を用いて、幅４０μｍの隔壁５を形成した。これによりサブピクセル数９６０
×２４０ドット、０．１２ｍｍ×０．３６ｍｍピッチの画素領域が区画された。
【００４１】
　次に、画素電極上に正孔輸送層を成膜した。正孔輸送層には、スパッタリング法でメタ
ルマスクを用いて厚み３０ｎｍの酸化モリブデンを成膜した。
　次に、隔壁５に挟まれた画素電極の真上に、ラインパターンに合わせてインターレイヤ
層を凸版印刷法で印刷を行った。インターレイヤ層の材料であるポリビニルカルバゾール
誘導体を濃度０．７％になるようにトルエンに溶解させたインキを用いて、印刷を行った
。印刷、乾燥後のインターレイヤ層の膜厚は、２０ｎｍとなった。
【００４２】
　次に、隔壁５に挟まれた画素電極の真上に、ラインパターンに合わせて有機発光層を凸
版印刷法で印刷を行った。有機発光層の材料であるポリフェニレンビニレン誘導体を濃度
１％になるようにトルエンに溶解させた有機発光インキを用いて、印刷を行った。印刷、
乾燥後の有機発光層の膜厚は、７０ｎｍとなった。
　次に、対向電極（第二電極７）として真空蒸着法でメタルマスクを用いて厚み２０ｎｍ
のカルシウムを成膜し、続いてメタルマスクを用いて厚み２００ｎｍのアルミニウムを成
膜した。
【００４３】
　次に、窒素雰囲気からなるグローブＢＯＸで、封止ガラス（日本電気硝子社製、ＯＡ１
０Ｇガラス、０．７ｍｍｔ）にシール剤１１である紫外線硬化型樹脂（長瀬産業社製、Ｘ
ＮＲ５５１６Ｚ、スペーサー１％含有、スペーサー径１０μｍ）をディスペンス法で塗布
した。紫外線硬化型樹脂は、有機ＥＬ素子基板と封止基板１０を対向配置した際に、有機
ＥＬ発光領域の周囲を取り囲むように塗布を行った。
【００４４】
　次に、同環境下でポリシラザン組成物とポリシラザン組成物を溶解する溶媒とを含有す
る溶液（アットプリード社製、オーラムＺ）を紫外線硬化型接着剤の内側領域にディスペ
ンス法で塗布した。その後、グローブＢＯＸと隣接する真空オーブンで溶媒の除去を行い
、無機充填剤１２を形成した。
　最後に、第二電極７まで形成した有機ＥＬ素子基板と、シール剤１１及び無機充填剤１
２を形成した封止基板１０とを大気暴露せずに真空貼合わせを行った。貼合わせは、真空
度１×１０－２Ｐａで行い、貼合わせた状態で封止基板１０側から紫外線（３６５ｎｍ波
長測定）を６０００ｍＪ／ｃｍ２を照射し、紫外線硬化樹脂の硬化を行った。
【００４５】
（実施例２）
　実施例１と同様の方法で第二電極７まで形成した有機ＥＬ素子基板上に、さらにＣＶＤ
装置にてＳｉＮｘ膜を２μｍ成膜した。ＳｉＮｘ膜は、全圧：３００Ｐａ、電力：１．２
ｋＷ、ＳｉＨ４ガス：１００ｓｃｃｍ、ＮＨ３ガス：０．０２ｓＬｍ、Ｎ２ガス：０．８
ｓＬｍの条件で行った。これを除いて、実施例１の手順を繰り返した。
【００４６】
（比較例１）
　実施例１で無機充填剤１２を形成しない代わりに、外周に形成した紫外線硬化型接着剤
を全面に形成したことを除いて、実施例１の手順を繰り返した。
（評価）
　実施例１、２及び比較例１で得られた有機ＥＬディスプレイを６０℃９０％ＲＨの恒温
恒湿槽に１０００ｈ入れ、経過時間に対するダークスポットの進行度を測定した。その測
定結果を表１に示す。表１において、「初期」とは６０℃９０％ＲＨの恒温恒湿槽に有機
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【００４７】
【表１】

【００４８】
　表１から分かるように、実施例１及び２は、比較例１に比べると断然ダークスポットの
拡大度が少ない。実施例２ではダークスポットの拡大が測定誤差程度で、全く拡大してい
ない。よって、恒温恒槽に放置してもダークスポットがほとんど拡大していないことから
素子の劣化現象を抑制した有機ＥＬディスプレイを実現できたことが分かる。
【符号の説明】
【００４９】
　１…基板
　２…薄膜トランジスタ
　３…平坦化膜層
　４…第一電極
　５…隔壁
　６…有機発光媒体層
　７…第二電極
　１０…封止基板
　１１…シール剤
　１２…無機充填剤
　１３…保護膜
　２０…有機ＥＬ素子基板
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